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摘要(译)

提供了一种转移微器件的方法。 提供了一种包括缓冲层和多个微器件的
载体基板。 缓冲层位于载体基板和微器件之间。 微型器件彼此分离，并
通过缓冲层放置在载体基板上。 接收基板接触设置在载体基板上的微器
件。 在微型器件接触接收基板之后，改变载体基板和接收基板中的至少
一个的温度。 在改变载体基板和接收基板中的至少一个的温度之后，将
至少一部分微型器件从载体基板转移到接收基板上。
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